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前言

　　本教材自2004.年出版至今，得到了许多学校师生的厚爱，大家在使用过程中也对教材的内容提出
了一些修改建议；另外.在七年时间里，信息技术发展，新知识、新技术、新工艺、新方法不断涌现，
特别是教育部提出的关于职业教育“以服务为宗旨，以就业为导向”的办学指导思想，对高职教育培
养适应生产、建设、治理、服务第一线需要的，德、智、体、美等方面全面发展的高素质技能型专门
人才的定位，为本教材的修编指明了方向。
作者根据新时期社会、企业对高等职业教育的要求，依托信息技术发展实际，结合兄弟学校提出的建
议、意见，对教材进行了修订和完善。
　　1.基于表面安装技术的广泛应用，将原“6.6表面安装技术”及“6.7微组装技术”扩展为“第8章
表面组装技术及微组装技术”，从材料、设备、工艺等方面，详细介绍了表面组装技术（SMT）。
　　2.欧盟议会和欧盟理事会于2003年1月颁布了。
RollS指令，即在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令，它要求在电子信息产品中，要严格限制
铅（Pb）、镉（Cd）、汞（Hg）、六价铬（Cr）、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）等六种
物质的使用。
2006年2月28日，我国信息产业部等部委颁布了《电子信息产品污染控制管理办法》作为对RollS指令的
响应，并规定实施日期为2007年3月1日。
作为电子产品工艺人员、生产人员，了解、熟悉有关RollS内容及我国的污染控制管理办法十分必要，
因此，在第1章中增加了“1.6电子信息产品有毒有害物质污染控制的管理办法及有关文件”。
　　3.基于增强实用性、降低理论难度并减少与其他课程内容重复的要求，简化了“7.4印制电路板的
计算机辅助设计（CAD）过程简介”、删除了“9.4计算机辅助工艺过程设计（CAPP）”的内容；同
时，增加结构工艺新技术的实际应用举例。
　　本次修订工作由南京信息职业技术学院完成，其中第9章、第10章、第ll章由张裕荣负责，第4章、
第5章、第7章由文沛先负责，第6章、第8章由舒平生负责，钟名湖负责第1章、第2章、第3章、附录并
统编全书。
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内容概要

　　《电子产品结构工艺（第2版）》编写过程中，遵循“精选内容、加强实践、培养能力、突出应
用”的原则，同时参照了有关的国家职业技能标准和行业职业技能鉴定规范。
主要内容有：电子产品的工作环境和对产品的要求、电子产品常用材料的防护、电子产品的热设计、
电子产品的减振与缓冲、电子产品的电磁兼容性、电子产品的元器件布局与装配、印制电路板的结构
设计及制造工艺、表面组装技术及微组装技术、电子产品的整机装配与调试、电子产品技术文件、电
子产品的整机结构等。
《电子产品结构工艺（第2版）》具有内容精炼、实用性强、通俗易懂、注重新技术和新器件的应用
等特点。
　　《电子产品结构工艺（第2版）》可作为高等职业学校电子信息类专业教材，也适用于高等专科
学校、成人高校及本科院校举办的二级职业技术学院和民办高校，也可供工程技术人员参考。
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章节摘录

　　设计和制造电子产品，除满足工作性能的要求外，还必须满足加工制造的要求。
电子产品是随着电子技术的发展而发展的，其结构和构成形式也随之发生变化。
初期的产品较简陋，考虑的主要问题是电路设计。
到20世纪40年代，出现了将复杂产品分为若干部件、树立结构设计的先进想法；为防止环境影响，研
制出了密封外壳；为防止机械过载而研制出了减振器，产品结构功能得到了进一步的完善，结构设计
成为电子产品设计的内容。
随后，由于军用电子技术的发展和野战的需要，结构设计的内容逐步丰富起来。
目前，结构设计在电子产品的设计中占有较大的比重，且直接关系到电子产品的性能和技术指标（条
件）的实现。
电子产品结构设计和生产工艺的任务就是以结构设计为手段，保证所设计的电子产品在既定的工作环
境条件和使用要求下，达到技术条件所规定的各项指标，并能稳定可靠地完成预期的功能，即保证电
子产品的可靠性。
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